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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validité de la présente publication

Le contepu technique des publications de la CEi est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de|la technique.

Des rengeignements relatifs & la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les rensdignements relatifs & des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publicatiops établies, se trouvent dans les documé ci-
dessous:

o «$ite web» de la CEI*

o Catalogue des publications de la CEIl
Pdblié annuellement et mis a jour
régulierement

atalogue en ligne)*
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symbols

For general terminology, readers are ref¢rred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vdcabulary
(IEV).

For graphical symbois, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, reaflers are
referred to publications |IEC 60027: Letter syynbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, sufvey and
compilation of the single sheets and I|EC| 60617:

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 191-1 (1966)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Premiére partie: Préparation des dessins des dispositifs a semiconducteurs

PREAMBULE

Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions

ités d’Etudes

ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 3 ces questions, expri ansla de mgsure possible

un accord international sur les sujets examinés.

Ces décisions constituent des recommandations internationales e

itEs nationaux.

Dans le but d’encourager cette unification mtematlon e, 18 expri que tous les Comités pationaux ne
possédant pas encore de régles nationales, Ig i ¢ : prenneht comme base fondamentalg de ces régles
les recommandations de la CEI dans & ) as le’permettent

On reconnait qu’il est désirable que I’accord. inter estions s0it suivi d’un effort pour harmoniser les régles
nationales de normalisation avec ces recomn mesure ou les conditions nationales le pefmettent. Les

Comités nationaux s’engagent a user de léur influence dansice birt.

tifs 4 semi-
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 191-1 (1966)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices

1) The|formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared
Natjonal Committees having a special interest therein are represented, ex
conInsus of opinion on the subjects dealt with.

2) The]
sense.

FOREWORD

3) In drder to promote this international unification, the IEC ¢

4) The|desirability is recognized of extending interna
national standardization rules with these recopsnie
Committees pledge their influence towards that end.

This|

It fo

A df
MontH

The

yet po national rules, when preparing such rules,should usg he

whidh all the
1 international

have the form of recommendations for international use and the€y are eptehy the Natiofial Committeds in that

tional Committees hpving as
for these

National
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DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 191-1 (1966)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Premiére partie: Préparation des dessins des dispositifs 2 semiconducteurs

7

ANNEXE G

CONCEPTION GENERALE DES DISPOS

e soit détachable ou qu’il fasse corps avec le

unique.
La ou les dimens;j on(s maxi P an de la bride de fixation, de la zone def fixation ou
du systéme de S b Etre indigiéespour donner a P'utilisateur les informationg nécessaires

sur l’enco®

trous de ﬁxa.tlon sera donne par référence aux dlmenswns maxnmales du boulon adaptable.

La hauteur maximale du systéme de fixation au-dessus du plan du si¢ge sera également 1nd1quce pour

déterminer la longueur des accessoires de fabrication (par exemple boulon).

Toutes les autres dimensions seront données en accord avec la Publication 191-2 de la CEI : Normali-

sation mécanique des dispositifs & semiconducteurs, Deuxiéme partie: Dimensions.

Le dessin ci-joint, accompagné de notes, illustre I'application de ces régles & un encombrement
g

de boitier de diode de redressement & embase plate.

) (le diamétre
is des disposi-
A largeur dans

e de dégage-
maximal du

iameétre des
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SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 191-1 (1966)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 1: Preparation of drawings of semiconductor devices

APPENDIX G

GENERAL PHILOSOPHY OF FLAT B

a) The §pace cylinder concept shall be applied.

b) The all be
shown on a single outline drawing.

¢) The maximum plan view i S e sl 2 all be
shown to give the user|the ; { a6 t sink.
Note.|— When the plag view of th is ®sgsemtially circular, the single dimension @ D (the over-all dianjeter) is

sufficient. Wheh, orientati amp will allow closer positioning of the devices on the heat sink, jat least

d) Thefl
able
dimg

2 fixing holes shall be dimensioned to indicate the unobstructed space| avail-
~Jhis may be done by stating the maximum body diameter of the device| or by
the fixing holes.

The true position and positional tolerance of the fixing holes shall be given. The diameter of thd fixing
holes shall be stated in terms of the maximum acceptable screw size.

e) The maximum height of the clamping arrangements above the seating plane must also be given to
determine the length of the fixing hardware (e.g. screws).

f) All other dimensions shall be given in accordance with IE C Publication 191-2, Mechanical Standard-
ization of Semiconductor Devices, Part 2: Dimensions. '

The attached drawing and accompanying notes illustrate the application of these rules to a flat base
rectifier outline.
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Exemple d'encombrement de bottier & embase plate:
Example of flat base outline

g1 R =

lNote 9 ' i

Les dimensions en inches sont déduites The in ion eriyed the
des dimensions d'origine en millimdtres orig { dimengi

4
ref. millimdtres . \ 9‘#“’3 \ Y notes
. nom. mjhxv \

B
gD

¥ 2

J 3 6

M

0
4P p
g 2

T 6

v [S

7 17

1 - The fixing holes have positional tolerangce of
0,40 mm (0.0157") diameter.

2 - Dimension at fixing point.

3 - Dimension J is the seated height with tj
terminal bent at right angles.

4 ~ Clearance holes for fixing screw of maxjmm
diameter M8,

5 « Trou|dé passage pour un boulon de diamdtre 5 = Clearance hole for screw of maximm diameter
maxipal \M10, M10. mr

6 - Le dispositif et le rebord de fixation, & 6 - The device and mounting flange with the exception
1'exception de la sortie flexible est of the flexible terminal are contained within
contenu dans la sone Uy x U, de longueur J, the zone U; x U2 and length J.

7 = Longueur minimale du plat., 7 = Minimm flat.

8 ~ Le gystime de fixation est contenu & 1'inté- 8 ~ The mounting flange lies within the rectangle
rieur du rectangle Uy x U2. I1 peut 8tre U x Uz. It may be detachable.
détachable.

9 « La forme et l'orientation de la cosse de la 9 -~ The contour and orientation of the terminal
sortie ne sont pas imposées. slug or lug are undefined.

(%) Signifie position géométrique exacte (*) Means true geometrical position
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